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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ESSAIS D’ENVIRONNEMENT ET D’ENDURANCE -

ME'I:HODES D’ESSAI POUR LES CARTES A MONTAGE EN SURFACE DE
BOITIERS DE TYPE MATRICIEL FBGA, BGA, FLGA, LGA, SON ET QFN1

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internatlonale (CEI) est une organlsatlon mon

de no

Vo = AY

pu | L .l pu | | L. L.
compogée—de—tensemble—des—comités—éteetrotechriques—ratonat{Comités—rnationat—de

normalls

,|participent

pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions
domaings de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl — entre autres a
internafionales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, deg
public (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEI"). Lewr elb
comitéq d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé p,
organisptions internationales, gouvernementales et non gouvernemental

égalempnt aux travaux. La CEI collabore étroitement avec I'Organisatio

selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les dégisions ou accords officiels de la CEl concernant les qug
du posgible, un accord international sur les sujets étudiés, ¢
intéresgés sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les Pu
comme]|telles par les Comités nationaux d
s'assur¢ de I'exactitude du contenu technique de
de I'évgntuelle mauvaise utilisation ou interphé

4) Dans I¢
mesure| possible, a appliquer de fagon
nationales et régionales. Toutes divergeny
nationales ou régionales coprespondar

5) La CEl| n’a prévu aucune
respongabilité pour les ¢

6) Tous lep utilisateuxs doiyvent
7) Aucune respon 3
mandatpires, y conippis\ se

nationajx de la CEJ;
domma
de justip
toute a

8) L'attent
réfe’re%

9) L’atten
I'objet
respong

La Nor
Technlques d' assemblage des composants electronlques

Cette version bilingue, publiée en 2005-02, correspond a la version anglaise.

a CEIl, a ses admmlstrateurs employes au

rmalisation

La CEIl a
ofh dans les
es Normes

ibles au
hfiee a des
ciper. Les
tion (1SO),

la mesure
de la CEI

nt agréées
que la CEI
bsponsable

inpl.

Le texte anglais de cette norme est issu des documents 91/444/FDIS et 91/451/RVD.

1 FBGA boftier matriciel a billes et a pas fins

BGA boitier matriciel a billes

FLGA boftier matriciel a zone de contact plate et a pas fins
LGA boitier matriciel a zone de contact plate

SON petit boftier sans connexion

QFN boitier plat quadrangulaire sans connexion

gns toute la
ublications
ublications

je pas sa

idation.

iliaires ou
s Comités
tout autre
is les frais
CEl ou de

ublications

uvent faire
enue pour
nce.

la CELl:


https://iecnorm.com/api/?name=e35c518d2dec61d129e565ad9ee8d206

62137 © IEC:2004 -7-

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ENVIRONMENTAL AND ENDURANCE TESTING -

TEST METHODS FOR SURFACE-MOUNT BOARDS OF AREA ARRAY

TYPE PACKAGES FBGA, BGA, FLGA, LGA, SON AND QFN1

FOREWORD
1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
aII national electrotechnical committees (IEC National Committees) The objectm is to promote

2) The fornal decisions or agreements of IEC on technical matters express ble, an i
consengus of opinion on the relevant subjects since each epresentati
interested IEC National Committees.

3) IEC Puplications have the form of recommendations fori accepted by IH
Commiftees in that sense. While all reason at the technical con
Publicafions is accurate, IEC cannot be hich they are used
misintefpretation by any end user.

4) In ordef to promote international uniformity i i undertake to apply IEC H
transpafently to the maximum extent posgible |n th' i and regional publications. Any
betweep any IEC Publication and the corre ar regironal publication shall be clearly
the latter.

5) IEC prgvides no marking dl and cannot be rendered responsil
equipmpnt declared to be i

6) All users should ensure|tha

7) No liabllity shal 3 c oyees, servants or agents including individual 4
membefs of its te itte attonal Committees for any personal injury, property
other d € her direct or indirect, or for costs (including lega
expenses arising o e of, or reliance upon, this IEC Publication or any
Publications

8) Attentign is drawnXo the e references cited in this publication. Use of the referenced pul
indispefpsake forthe\correct ap

9) Attentig e possibitity that some of the elements of this IEC Publication may be thg
patenf\jights\IEC held responsible for identifying any or all such patent rights

Internatiq IEC 62137 has been prepared by IEC technical comm

this engl and in addltlon to other activities, IEC publishes International Standar
Technidqal Reports, Publicly Available SpeC|f|cat|ons (PAS) and Guides (hé¥reafter

with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance witQgconditi
agreemfent between the two organizations.

it fields. To

cifications,
as “IEC
interested
nd non-
tes closely
ermined by

international
ipn from all

C National
ent of IEC
or for any

ublications
divergence
ndicated in

ible for any

xperts and
damage or
fees) and
other IEC

lications is

subject of

ittee 91:

This bilingual version, published in 2005-02, corresponds to the English version.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
91/444/FDIS 91/451/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

1

FBGA fine-pitch ball grid array

BGA ball grid array

FLGA fine-pitch land grid array

LGA land grid array

SON small outline non-leaded package
QFN quad flat-pack non-leaded package
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I'approbation de cette norme.

La version francaise de cette norme n’a pas été soumise au vote.

Cette publication tient compte du Corrigendum 1 (2005) se rapportant a la version monolingue

anglaise.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
maintenance indiquée sur le site web de la CEl sous «http://webstop€.ies.ch» dans les

données [relatives a la publication recherchée. A cette date, la publicationsera

¢ amen

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
dée.

&
S5
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The French version of this standard has not been voted upon.
This publication takes into account Corrigendum 1 (2005) relating to the English version.
This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in
the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

«  withdrawn; RN

» replaged by a revised edition, or

* amended.
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) ESSAIS D’ENVIRONNEMENT ET D’ENDURANCE -
METHODES D’ESSAI POUR LES CARTES A MONTAGE EN SURFACE DE
BOITIERS DE TYPE MATRICIEL FBGA, BGA, FLGA, LGA, SON ET QFN

1 Domaine d'application

Cette norme internationale spécifie les méthodes d’essai et les principes pour évaluer la qualité
et la f|ab|I|te des cartes des zones de report du processus de bras et des joints de
soudure ¢ . - . v - y : S ST ype a bornes
périphéri

La prése >caniques
subies p nducteurs
discrets | et des circuits intégrés (tous deux appelé i S i i a semi-
conductdurs») utilisés principalement pour I'équipemer iNsati et grand

public.

La méth
méthode
a circuit$ i
méthode

intégrée quf inclut la
d’assemblage, fes cartes
ite. Elle ne spéclfie pas la

Les conditi atériaux de brasage, et ain$i de suite,
affectent icati : ais spécifiés dans cette norme. Par

¢ i i Ui que 'on
utilise po

La méthqde d’ess
tous les g¢ssais

"'y a aucune contrainte (mécanique ou| autre) sur

présent
férences

CEI 60191-6-2:2001, Normalisation mécanique des dispositifs a semiconducteurs — Partie 6-2:
Régles générales pour la préparation des dessins d'encombrement des dispositifs a
semiconducteurs pour montage en surface — Guide de conception pour les boitiers a broches
en forme de billes et de colonnes, avec des pas de 1,50 mm, 1,27 mm et 1,00 mm

CEI 60191-6-5:2001, Normalisation mécanique des dispositifs a semiconducteurs — Partie 6-5:
Regles générales pour la préparation des dessins d'encombrement des dispositifs a semi-
conducteurs pour montage en surface — Guide de conception pour les boitiers matriciels a
billes et a pas fins (FBGA)
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ENVIRONMENTAL AND ENDURANCE TESTING -

TEST METHODS FOR SURFACE-MOUNT BOARDS OF AREA ARRAY

TYPE PACKAGES FBGA, BGA, FLGA, LGA, SON AND QFN

1 Scope

This International Standard specifies the test method and guidelines for evaluating the quality
and reliability of boards, solder lands, solder process and solder joints of reflow solder

mounted

area array type packages and peripheral terminal type packages.

This starn
after the|
(hereinaf]
consume

The test
method g
and so o

Mounting
the resul
shall not
semicond

The test
tests cov

2 Normative refere

The follo
For dateq
of the ref

IEC 6006

IEC 601
Genera
device p
terminal

dard tests for durability against mechanical and thermal stre

received fduring or
mounting process of discrete semiconductor devices a i

ra circuits

fer both referred to as semiconductor devices) used jal and
I use equipment.

method specified in this standard is an integrated i valuation
f mounting methods, mounting conditions, printed(circuj naterials,
n. It does not specify the evaluation method of the jevices.

\ on significantly affect

¢, {dhe test specified in this|standard
be regarded as the one tg/be ] ; 5 ounting reliability of the

wing referenced me a pensable for the application of this dpcument.

referehces, ON i ed applies. For undated references, the latept edition
erenced d j

Part 6-2:

onductor

) column

IEC 60191-6-5:2001, Mechanical standardization of semiconductor devices — Part 6-5:

General

rules for the preparation of outline drawings of surface mounted semiconductor

device packages — Design guide for fine-pitch ball grid array (FBGA)
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JEITAZ ETR-7001:1998, Terms and definitions for surface mount technology

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, se référer a la CEI 60191-6-2 et a la CEIl 60191-6-5
pour les termes BGA, FBGA, etc. et leur définition.

4 Abréviations

/AN
FBGA bgitier matriciel a billes et a pas fins
BGA Dbgitier matriciel a billes
FLGA boitier matriciel a zone de contact plate et a pas fins
LGA boitier matriciel a zone de contact plate
SON petit boftier sans connexion
QFN beitier plat quadrangulaire sans connexion

5 Méthodes d’essai de la qualité des joi

5.1 Eslsai de brasabilité avec fusion
5.1.1

Cette mé soudure,
en tant valuer la
brasabilit¢ d'un brasage St dl e type a
bornes p : \

5.1.2

2 conditions suivantes:

L’éprouv

i (voir Article A.4);
b) procgss ~ al (voir Annexe B);

N age par fusion (voir Article A.1), essai de brasabilité pour les plages de
conngxionside la\carte d'essai (voir Article A.2), et méthode d'essai d'adhérence pour les
plageps de'connexion de la carte d'essai (voir Article A.3).

5.1.3 Appareillage d’essai
L’appareillage d’essai doit comporter ce qui suit:

a) Etuve
L’étuve doit maintenir la température spécifiée en 5.1.4.2.

2 Japan Electronics and Information Technology Industries Association.
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JEITAZ ETR-7001:1998, Terms and definitions for surface mount technology

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions for BGA, FBGA and so on, are

referred to in IEC 60191-6-2 and IEC 60191-6-5.

4 Abbreviations

FBGA fipe-pitch ball grid array
BGA ball grid array
FLGA fipe-pitch land grid array
LGA I1:d grid array

SON small outline non-leaded package

51 Re
511 Purpose

This test]f method specifi
specificagion in the stgrndard

area-arrgy type packag
51.2 Test spi e

The test

a) testh

QFN qpad flat-pack non-leaded package
5 Solder joint quality test met &

rt of the
Hering of

The test apparatus shall include the following:

a) Oven
The oven shall maintain the temperature specified in 5.1.4.2.

2 Japan Electronics and Information Technology Industries Association.
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b) Equip

L'hum
produ
utilisé
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ement d'humidification

idificateur doit maintenir la température et I'humidité spécifié en 5.1.4.2. Il ne doit se
ire aucune réaction au niveau du matériau de I'étuve a hautes températures. L’'eau
e pour I'essai doit étre de I’eau purifiée ou déionisée a 23 °C et possédant un pH

compris entre 6,0 et 7,2 et une résistivité minimale de 500 Qm.

c) Four pour refusion a infrarouge/par air

Le four pour refusion a infrarouge/par air doit satisfaire aux conditions du processus

therm

ique spécifiées en 5.1.4.4.

5.1.4 Procédure d’essai

5.1.4.1 —Mesuresinitiales AN

Les mesyres initiales doivent étre effectuées selon les articles et
dans la norme individuelle.

conditians écifiées

5.1.4.2 Traitement de ’humidité

Le traitement de 'humidité est souhaitable pour I'essai par 0\ \ P peut se
produire |avec I'humidité. Le défaut de brasage e 5fiRj "o hme une
défaillange générale du brasage.

a) Prétraitement

Sauf ppécification contraire dans g no ' prétraite-

ment

pendant au moins 24 h.

b) Procs

Le sp
pas ¢
condi

c) Procs

Lorsq
brasé

condifi

Dans
carte
le b<
régle
30 °C

165 h|.

de fusion par humidification eq b)\do + 5)°C

ssus d’humidificatjon (1)

écimen doit étré_humidifié co I n'existe
e telle spécificati W) Limis aux
ions d'humidifica s S D6 h.

ssus d@ if
ue le spé€in Epécimen
ion de la
age dans
ps dYiumidification pour répéter I'essai. En général, il est préfé¢rable de

KiORS trempage a 30 °C, avec une humidité relative de 70(%, ou a
une kumidité relative de 85 % et avec une durée maximale de trempage de

5.1.4.3

a) Mesu

Conditions d'essais

re du profil de refusion

Le four pour refusion a infrarouge/par air doit remplir les conditions du processus
d'échauffement spécifiées dans la Figure 3. La température du spécimen doit étre

mesu
partie

rée au point de mesure A (le centre du haut du boitier) et au point de mesure B (la
intérieure brasée de la borne), montré a la Figure 1.
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b) Moistening equipment

The humidifier shall maintain the temperature and humidity specified in 5.1.4.2. No
reaction shall occur to the material of the oven at high temperatures. The water used for
the test shall be purified water or deionized water, with pH 6,0 to pH 7,2 at 23 °C, and with
a resistivity of 500 Qm or higher.

c) Infrared reflow/air reflow furnace

The infrared reflow/air reflow furnace shall meet the heating process conditions specified
in5.1.4.4.

5.1.4 Test procedure
5.1.4.1 —nitial-measurement AN

The initidl measurement shall be carried out according to the items a cified in

the individual standard.

5.1.4.2 Moisture treatment

The moigture treatment is desirable for the test because asoldexi } ccur with
moisture] “Defect of soldering” is defined in ETR-70071as g :

a) Pre-tleatment

Unlegs otherwise specified in thé\ndivid t to the
moistening reflow pre-treatment inN\y) shalNp r24 hor
more

b) Moistening process (1)

The gpecimen shall be e individual standard. If there is no
such [specification m dard, the specimen shall be qubject to
the mpoistening congijtionat 3¢ i humidity of 70 % for 96 h.

c) Moistening process

When the s eflow process twice, the specimen reflow|soldered
on the test bward™sh S 2d once again under the moistening condition as

deration the moistening reflow characteristic of the test

In this case
i hoth the moisture soaking conditions and the moisteping time

board, i

for th test. In general, it is desirable to set the moistening [condition
to 3q i relative humidity of 70 %, or to 30 °C, with a relative humidity of 85 % up
to 16 i

5.1.4.3

a) Reflow profile measurement

The infrared reflow/air reflow furnace shall meet the heating process conditions specified
in Figure 3. The temperature of the specimen shall be measured at measurement Point A
(the centre on the top of the package) and measurement point B (the soldered inner part
of the terminal), shown in Figure 1.
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Boule de Résine Point de
soudure moulée mesure A
o
Thermocouple
Carte
Pant do~.
sure A

Adhésifs /

Procdssus d'essai
rte qui doit étre testée doit

—

c\u 0/04

des thermocouples

onditions de fonctignnement

Processus de fusion

Q\ Protessus
"huwpidification a

30 °G{70 % RH x heure

Figure

— Cycle

Processus
d’humidification a
30 °C/70 % RH x heure

Processus de fusion

IEC  631/04

roposé du processus d’humidification/de fusion
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Mold resin

Solder ball

Fi

b) Test
The b

\ /

— 17 -

Measurement
point A

[\

(o) SN

\

Board

Thermocouple

Méasurement

Adhesives /

Drocess.

actua] usage of the board.

A pro

—

int B

oard to be tested shall carry out the e

posal is shown in Figure 2.

gure 1 — Temperature measurement of the speci

c\u 0/04

sing-thermocouples

Pre-treatment at
(125 +5) °C fon24 h

or re

Reflow process

%

\%c,)j}ening process at
C, RH 70 % x hour

Reflow process

IEC  631/04

— Moistening/reflow process cycle proposed

ilar conditions to that of the
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5.1.4.4 Fusion thermique
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On monte le spécimen sur la carte d’essai de fiabilité du montage sur laquelle la pate a

braser a été déposée comme décrit dans I’Annexe B.

1K/s a 4 K/s
Pic de température

o 240 °C au maximum

E

© 1K/s a 4 K/s

‘O

Q.

ISy \

2 .

X 3K/isab K/y\
\ one de préchauffage
(150 £ 10) °C
(90 £30) s
Zone de brasage
(235 £ 5) °C
10sa30s
mp
1E 632/04
Figure

5.1.4.5 Post-traitement
Une fois|le test accompli, si nécess simen en |'état dans les conditions
normaleg durant le temps spécifié

e gamme de tempeérag

e humid 25 % a 75 %;

e press 86 kPa a 106 kPa.

Se reporf

5.1.4.6

Mesure tiques é&lectriques du spécimen conformément a la norme individuelle.
Ensuite, ppareil de contréle a rayon X mou, vérifier les condjtions de
brasage. dbserver la vue en coupe aprés le processus de trempagg dans le
bain de rgsine.

5.2 Réservé pour utilisation ultérieure

(A I’étude)

6 Méthodes d’essais mécaniques

6.1 Essai de flexion sur les joints de soudure
(A I'étude)
6.2 Essai de chute pour les joints de soudure

(A I'étude)
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5.1.4.4 Reflow heating

Mount the specimen on the mount reliability test board on which the solder paste has been

printed as described in Annex B.

1K/s to 4 K/s

1K/s to 4 K/s

Temperature

|
Pre-heating area
(150 £ 10) °C

Peak temperature
240 °C at maximum

3 K/s to 6 K/s

/AN

(90 E 3075

Soldering area
(235 £ 5) °C
(10 to 30) s

Figure 3 — Reflow profi

5.1.4.5 Post-treatment

After the|test has been completed, if fecs
for the time specified in the individual st

e standard temperature range:
e standard relative humighi

e stand

Refer to

IEC 632/

in the standard

condition

standard.

5.1.4.6
Measure of the specimen according to the individual
Then, ugi ion—€quipment, check the soldered condition. If ng¢cessary,

observe tfhe after the buried process of resin.

5.2

(Vacant),

6 Mechanical test methods

6.1 Bending test for solder joint

(Under consideration)

6.2 Drop test for solder joint

(Under consideration)
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7 Méthodes d’essais d’environnement

71 Essai de cycle de température des joints de soudure
711 Objet

Cette méthode d'essai spécifie les essais de cycle de température des joints de soudure.
C’est une méthode de test accélérée pour mesurer I'espérance de vie des dispositifs a semi-
conducteurs et des joints de soudure sur les cartes, en prenant en compte le fait que la
température présumée augmente lorsque des boitiers de type matriciel et des boitiers de type
a bornes périphériques (QFN et SON) montés sur la carte sont en fonctionnement.

/AN

7.1.2 Eprouvette d’essai

L’éprouvette d’essai doit satisfaire aux conditions suivantes:

a) conception de la carte d’essai (voir Article A.4);
b) procgssus de montage normal (voir Annexe B);

Wur lesyplages _de’connexion de la

c) brasage par fusion (voir 5.1), les essais de brasabilité (
d'adhérence pour les plages de

carte|d'essai (voir Article A.2), et la méthode d
conngxions de la carte d'essai (voir Article A.3).

71.3 Appareillage d’essai

L’apparelllage d’essai doit comporter ce qui suit:
a) Etuve
L’étuye doit maintenirda te

b) Equigement d'humidifi

L'humidificateyr daqit 7.1.4.2.
Il ne |doit sd i h hautes
tempegratures\l/ea 23 °C et
possé 1

c) Essai
Les € ir et étre
confo 7.1.4.3.

14
7.1.4
7.1.41 initiales

Les mesures initiales doivent étre effectuées selon les articles et les conditions spécifiées
dans la norme individuelle.

7.1.4.2 Traitement de '’humidité

Avant d’effectuer I'essai, le spécimen doit étre monté selon les conditions de montage
normales spécifiées dans I’Annexe B, sur la carte d’essai normale du montage de qualité
spécifiée en 5.1, et aux Articles A.1, A.2 et A.3.

a) Prétraitement

Sauf spécification contraire dans la norme individuelle, I'éprouvette soumise au pré-
traitement de fusion par humidification dans le point b) doit étre cuite dans une étuve a
(125 £ 5) °C pendant au moins 24 h.
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7 Environment test methods

7.1 Temperature cycling test for solder joint
711 Purpose

This test method specifies the temperature cycling test for solder joints. It is an accelerated
test method to measure the life expectancy of semiconductor devices and of the solder joint
on the board by taking into consideration the assumed temperature increase when area array
type packages and peripheral terminal type packages (QFN and SON) mounted on the board
are working.

/AN

7.1.2 Test specimen

The test gpecimen shall satisfy the following conditions:

a) test Hoard design (see Clause A.4);
b) standard mounting process (see Annex B);

c) reflow solderability (see 5.1), solderability test for
peel {est method for test board land (see Clause A

A.2), and

7.1.3 Test apparatus

The test ppparatus shall include the folowing:

a) Oven
The @

b) Moist
The 2 .4.2. No
reaction shall occur inMhe n i used for
the tgst shallb i 2 Qi and with

The oven shall be of vapour phase type that meets| the test
condi g cycle profile specified in 7.1.4.3.

7.1.4 <

7.1.41

The Inltl : mUaDuIUIIIUIIt Ohcl” bU UOII;UCII uut GU\JUId;IIH tU thc ;tUIIIO Cllld Uulld;t;ullo 9 leled In

the individual standard.

7.1.4.2 Moisture treatment

Before carrying out the evaluation test, the specimen shall be mounted according to the
standard mount conditions specified in Annex B, on the standard mount quality test board
specified in 5.1, Clauses A.1, A.2 and A.3.

a) Pre-treatment

Unless otherwise specified in the individual standard, the specimen subject to the
moistening reflow pre-treatment in b) shall be baked in the oven at (125 + 5) °C for 24 h or
more.
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b) Processus d’humidification (1)
Le spécimen doit étre humidifié comme spécifié dans la norme individuelle. S'il n'existe
pas de telle spécification dans la norme individuelle, le spécimen doit étre soumis aux
conditions d'humidification a 30 °C, avec une humidité relative de 70 %, pendant 96 h.

¢) Processus d’humidification (2)
Lorsque le spécimen est soumis une deuxiéme fois au processus de fusion, le spécimen
brasé par fusion sur la carte d’essai doit étre humidifié une nouvelle fois en respectant les
conditions d’humidification spécifiées dans la norme individuelle.
Dans ce cas, en prenant en compte les caractéristiques de fusion par humidification de la
carte d’essai, il est souhaitable de régler en méme temps les conditions de trempage dans
le bain et le temps d humldlflcatlon pour repeter Iessa| En général, il est préférable de
régler 0—= . ; %, ou a
30 °C \page de
165 h.

7.1.43 Conditions d'essais

La Figurg¢ 4 définit 'essai d’'une période cyclique. Confor > spécimen

doit étre [testé en commengant a basse température. réglé de

maniére j|a ce que la température du spécimen soi dans le

Tableau |.

Température /(x
maximale de \_/
stockage

T

stg, max

Température (\ %

Temps de Temps de
maintien L, maintien
E ) L

Une période cyclique

IEC 633/04

Figure 4 — Configuration d’une période cyclique
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b) Moistening process (1)

7.1.4.3 Test conditions

Figure 4|defines the test of one cycle period. According t

The specimen shall be moistened as specified in the individual standard. If there is no
such specification mentioned in the individual standard, the specimen shall be subject to
the moistening condition at 30 °C, with a relative humidity of 70 % for 96 h.

Moistening process (2)

When the specimen is subjected to the reflow process twice, the specimen reflow soldered
on the test board shall be moistened once again under the moistening condition as
specified in the individual standard.

In this case, by taking into consideration the moistening reflow characteristic of the test
board, it is desirable to set both the moisture soaking conditions and the moistening time

for the repeat version of the test. In general, it is desirable to set the Wning condition

h o ralativa hamaidity, ~Af 70 0/ ~p t~ 20 O aith o eralotig o

o AALL A I = ¢ 1V}
to 30 PGwith—aretativehumidityoFF0-%—orte30-Cwith—arelative u'“wt,\c’ 85 % up

to 16% h maximum.

shall be

tested starting at a low temperature. The test equipment ghal 0 that the tempperature

of the spgcimen is set to the values specified in Tabl?f\
Maximum storage -

temperature
Tstg, max G

Normal
temperatur

[N

Hold Hold
\ time time
ety e,

< . One cycle period ~

IEC 633/04

Figure 4 — Configuration of one cycle period
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Tableau 1 — Conditions d’essai des cycles de températures

Etape Condition Condition Condition Condition
d’essai A d’essai B d’essai C d’essai D
Température de stockage
minimale: Tstg,min °c -25%5 405 -30t5 Top,min t5
Température de stockage
maximale: Tstg,max °c 125+ 5 125+ 5 805 Top,max t5
Temps de maintien Au moins 7 min Au moins 7 min Au moins 7 min Au moins 7 min
NOTE Top,min est latempérature de fonctionnement minimale.
T est |a température de fonctionnement maximale /\

gpirrax
Le temps de maintien commence lorsque la température du spécimen atteint la valeu/r\éat\lfié(e.\

7.1.4.4 Essai

Placer le|spécimen dans I'étuve lorsque le meilleur flux d squ’'un|flux d’air
suffisant [est présent autour du spécimen. Il est recommande la resistance élecdtrique du
spécimen soit mesurée continuellement pendant(l'egSai pératures de |stockage
minimalep et maximales.

7.1.4.5 Post-traitement

Une fois [le test accompli, laisser le spécimen ex dans les conditions normaleq pendant
le temps |spécifié dans la norme individuell
e gamne de températu
5% a 75 %;

86 kPa a 106 kPa.

e humidité relative
e pressjon atm@é
Se reporfer a la CEl

7.1.4.6

La mesu 5 dans la

norme i@ in

7.1.5

a) Points&ef’conditions de |a mesure initiale (voir 7 1 4 1)

b) Spécification de la carte d'essai du montage de qualité (lorsque ce n’est pas spécifié) (voir
Article A.4).

c) Conditions de montage (lorsque ce n'est pas spécifié) (voir Annexe B).
d) Conditions de prétraitement (lorsque c'est nécessaire) (voir 7.1.4.2).
e) Conditions du processus d'humidification (voir 7.1.4.2).

f) Conditions d'essai (voir 7.1.4.3).

g) Le temps pendant lequel le spécimen doit rester a température normale et a basses et
hautes températures (lorsque toutes conditions autres que celles spécifiées sont
appliquées) (voir 7.1.4.3).

h) Faut-il ou non contrdler continuellement la résistance électrique (voir 7.1.4.4).
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Table 1 — Temperature cycling test conditions

Step Test condition A Test condition B Test condition C Test condition D

Minimum storage
temperature: Tgg min ~ °C —25+5 -40 £ 5 -30£5 Top min £ 5
Maximum storage
temperature: Tgg max  °C 12525 125+5 805 Top max * 9

. At least At least At least At least
Hold time - - : -

7 min 7 min 7 min 7 min
NOTE T4 min is the minimum operating temperature.
Top max iS the maximum operating temperature. RN

The hold time starts when the temperature of the specimen reaches the specified valu;/\& ~
7.1.4.4 Test
Place thg specimen in the oven where the best airfloy there is
sufficient| airflow around the specimen. It is recommended al'resistance of the
specimen be measured at maximum and minimum $ e ly during
the test.
7.1.4.5 Post-treatment
After the n for the
time spec
e standard temperature
e standard relative hp
e standard atmaosphe 86 kPa to 106 kPa.
Refer to |[EC 60
7.1.4.6
The final arried out for the items, under the conditions specifled in the
individua
7.1.5 specified in the individual standard
a) Itemd and conditiéns of initial measurement (see 7.1.4.1).

b) Specification of mount quality test board (when not specified) (see Clause A.4).

c) Mount conditions (when not specified) (see Annex B).

d) Pre-treatment conditions (when necessary) (see 7.1.4.2).

e) Moist

ening process conditions (see 7.1.4.2).

f) Test conditions (see 7.1.4.3).

g) Time to leave the specimen at normal temperature and at low and high temperatures
(when any conditions other than those specified are applied) (see 7.1.4.3).

h) Whet

her or not to continuously monitor the electrical resistance (see 7.1.4.4).
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i) Le nombre de cycles répétitifs.

— 26—

j) Post-traitement (lorsque ce n'est pas spécifié) (voir 7.1.4.5).

k) Points et conditions de la mesure finale (voir 7.1.4.6).

7.2 Réservé pour utilisation ultérieure

(Libre.)

62137 © CEI:2004
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@C‘@



https://iecnorm.com/api/?name=e35c518d2dec61d129e565ad9ee8d206

62137 © IEC:2004 - 27 -

i) The number of repetitive cycles.
j) Post-treatment (when not specified) (see 7.1.4.5).
k) Items and conditions of final measurement (see 7.1.4.6).

7.2 Reserved for future use

(Vacant).

@C‘@



https://iecnorm.com/api/?name=e35c518d2dec61d129e565ad9ee8d206

- 28 - 62137 © CEI:2004

Annexe A
(informative)

Méthodes d’essais informatives pour cartes d’essais —
Lignes directrices

A.1 Résistance au brasage par fusion des cartes d'essais

A.1.1 Remarque introductive

Cette méthode d’essai spécifie la résistance au brasage par fusion des caftes.d’esgais. Elle
décrit la méthode d'essai de stabilité thermique de la refusion pourq i
du montage utilisée pour évaluer la fiabilité des boitiers de typ

type a bdrnes périphériques (QFN and SON).

A.1.2 Eprouvette d’essai

Il convient que I’éprouvette d’essai soit conforme au

A.1.3 Appareillage d’essai

a) Etuve
L’étu
b) Equigement d

L'humidificateur doit [ : Il ne doit
se prpduire aucuné\réacti i 3 re. L’eau
utilisge pour l'ess nt un pH

compris entr@
c) Four pour refusio
Le four pour
thermique sp

rocessus

A1.4

4

A.1.41

Les mespres-initia doivent étre effectuées selon les articles et les conditions slpécifiées
dans la normedividuette:

A.1.4.2 Traitement de ’humidité

Avant d’effectuer I'essai, le spécimen doit satisfaire aux indications de conception de carte
normalisée spécifiées dans I'Article A.4.

a) Prétraitement

Sauf spécification contraire dans la norme individuelle, I'éprouvette soumise au prétraite-
ment de fusion par humidification en b) doit étre cuite dans une étuve a (125 = 5) °C
pendant au moins 24 h.
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Annex A
(informative)

Informative test methods for test board -
Guidance

A.1 Resistance to reflow soldering for test board

A11

This test
the reflo
reliability,

A1.2

The test

A1.3

a) Oven
The o
b) Moist

The

reacti
the t¢
a resi

c) Infrar
The i

in A.1.4.4.

A1.4
A.1.4.1

The initidl measurement shall be carried out according to the items and conditions sp|

the indivi

Introductory remark

Test specimen

Epecimen should satisfy the conditions of A.1.4

Test apparatus

Ening equipment

humidifier shall

on shall occur to
st shall be punifi
stivity of 500

bd refla )

A.1.4.2

Moisture treatment

.4.2. No
used for
and with

specified

ecified in

Before carrying out the evaluation test, the specimen shall satisfy the standard board design
guide specified in Clause A.4.

a) Pre-treatment

Unless otherwise specified in the individual standard, the specimen subject to the
moistening reflow pre-treatment in b) shall be baked in the oven at (125 + 5) °C for 24 h or

more.
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b)

A.1.4.3 Essai

A.1.4.31 Mesure du profil de refusion
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Processus d’humidification (1)

Le spécimen doit étre humidifié comme spécifié dans la norme individuelle. S'il n'existe
pas de telle spécification dans la norme individuelle, le spécimen doit étre soumis aux
conditions d'humidification a 30 °C, avec une humidité relative de 70 %, pendant 96 h.

Processus d’humidification (2)

Lorsque le spécimen est soumis une deuxiéme fois au processus de fusion, le spécimen
brasé par fusion sur la carte d’essai doit étre humidifié une nouvelle fois en respectant les
conditions d’humidification spécifiées dans la norme individuelle.

Dans ce cas, en prenant en compte les caractéristiques de fusion par humidification de la
carte d’essai, il est souhaitable de régler en méme temps les conditions de trempage dans
le bain et le temps d’humidification pour répéter 'essai. En général, il-est préférable de
régler—te HH A —ay re—hRoridite—re @ 6,%, ou a
30 °C], avec une humidité relative de 85 % et avec une durée ma
165 h|.

an-d an do anr-n OLO n_° o

OT1C O > oarg v, - cl - - - cl

Le four |pour refusion a infrarouge/par air doit satisfai rocessus
thermique spécifiées dans la Figure A.1. La tempér, doit étre mesurée au
point de mesure B (sur la pastille de la carte d'essai ) i dahs la Figure A.1.

A.1.4.3.2 us d'essai

Plages de
connexion

Point de
mesure B

&sifs
IEC 634/04

esuvre de latempérature du spécimen en utilisant des thermocquples

LAt <l

H pu | b . 4 e -l HR olibs pu | £ i
La carte aqti—dott—&tre—testée—doit—tEétre—dans—ses—propres—conditions—de—fonctionnement

normales.

Un exemple est proposé a la Figure 2.

A1.44 Fusion thermique

En utilisant le four pour refusion a infrarouge/par air, chauffer le spécimen dans le profil
montré a la Figure 3.

A.1.4.5 Post-traitement

Une fois I'essai accompli, si nécessaire, laisser le spécimen en I’état dans les conditions
normales pendant le temps spécifié dans la norme individuelle:
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b) Moistening process (1)

The specimen shall be moistened as specified in the individual standard. If there is no
such specification mentioned in the individual standard, the specimen shall be subject to
the moistening condition at 30 °C, with a relative humidity of 70 % for 96 h.

Moistening process (2)

When the specimen is subjected to the reflow process twice, the specimen reflow soldered
on the test board shall be moistened once again under the moistening condition as
specified in the individual standard.

In this case, by taking into consideration the moistening reflow characteristic of the test
board, it is desirable to set both the moisture soaking conditions and the moistening time

for the repeat version of the test. In general, it is desirable to set the rE;onQining condition

to 30 PG —witha—relatirehumidityof 70-%—orto-302C—with—a—relative-humigiy—of 85 % up
to 16% h maximum. \
A.1.4.3 Test
A.1.4.3.] Reflow profile measurement
The infrdred reflow/air reflow furnace shall meet the he dittons spEcified in
Figure Al1. The temperature of the specimen shall bg int B (on
the test Hoard land), as shown in Figure A.1.
Land
Measurement
point B
IEC 634/44
Fig les
A.1.4.3.§
The boar e applied
in actual

A proposal is shown in Figure 2.

A.1.4.4 Reflow heating

Using the infrared reflow/air reflow furnace, heat up the specimen in the profile shown in

Figure 3.

A.1.4.5 Post-treatment

After the test has been completed, if necessary, leave the specimen under the standard

condition for the time specified in the individual standard:
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e gamme de températures normale: 15 °C a 35 °C;
e humidité relative normale: 25 % a 75 %;
e pression atmosphérique normale: 86 kPa a 106 kPa.

Se reporter a la CEI 60068-1.

A.1.4.6 Evaluation ou mesure finale

La mesure finale doit étre effectuée comme un examen visuel du spécimen pour détecter les
craquelures, les déformations, les arrachements et ainsi de suite. L’examen doit étre réalisé
avec un grossissement de 10X.

A.1.5 Conditions a spécifier dans la norme individuelle

a) Cond|tions de prétraitement (lorsque c'est nécessaire de les spé
b) Cond|tions d'humidification (lorsque c'est nécessaire de les

c) Profillde chaleur de fusion (lorsque c'est nécessaire de Ig

d) Point$ pour les mesures finales.

A.2 Essai de brasabilité pour les plages de ais

A.2.1 Remarque introductive

Cette mdthode d’essai spécifie les essai S P xion des
cartes d’'essais. La norme s'applique 5tho ai des caractéristiques de mouillage
de la brgsure des plages de con b utilisée
pour évgluer la fiabilité des i h bornes
périphérifjues (QFN et SO

A.2.2 Eprouvette d’essa
Il convient que I'

A.2.3
a) Pate
La pa p.doit €tre comme spécifié en B.2.2.
b) Eparg r sérigraphie
L’épa[ 3tallige pour sérigraphie doit étre comme spécifié en B.2.3.
c) Machlneavec impression par écran

La machine avec impression par écran doit étre capable de déposer la brasure comme
spécifié en B.3.1.

d) Four pour refusion a infrarouge/par air

Le four pour refusion a infrarouge/par air doit satisfaire aux conditions du processus
thermique spécifiées dans la Figure 3.

A.2.4 Procédure d’essai

A.2.41 Processus de brasage

a) Prétraitement

Sauf spécification contraire dans la norme individuelle, le processus de fusion thermique
doit étre appliqué 2 fois au spécimen comme spécifié dans la Figure 3.
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e standard temperature range: 15 °C to 35 °C;
e standard relative humidity: 25 % to 75 %;
e standard atmospheric pressure: 86 kPa to 106 kPa.

Refer to IEC 60068-1.

A.1.4.6 Evaluation or final measurement

Final measurement shall be carried out using a visual inspection of the specimen looking for
cracking, swelling, stripping, and so on. Inspection shall be magnified 10x.

A.1.5 Conditions to be specified in the individual standard /AN

Pre-tfeatment conditions (when necessary to specify) (see A.1.4.

)
b) Moistening conditions (when necessary to specify) (see A.1.4.2)\
c) Reflow heat profile (when necessary to specify) (see A.1.4.
d) Iltemd for final measurement.

A.2 Solderability test for test board land

A.2.1 Introductory remark

This test the land
solder wetting characteristic test method iability luate the
reliability, A hers inal type packages (QFN apd SON).

A.2.2

The test

A.2.3

a) Soldsg
The s
b) Metal

dvreflow/air reflow furnace

d) Infrar

The infrared reflow/air reflow furnace shall meet the heating process conditions specified
in Figure 3.

A.2.4 Test procedure
A.2.4.1 Soldering process

a) Pre-treatment

Unless otherwise specified in the individual standard, the reflow heating process shall be
applied twice to the specimen as specified in Figure 3.
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b) Dépbt de brasure

La pate a souder doit étre déposée sur la plages de connexion. Les conditions de travail
doivent étre conformes aux conditions normalisées spécifiées en B.4.2.1.

A.2.4.2 Essai

Le four pour refusion a infrarouge/par air doit satisfaire aux conditions du processus
thermique spécifiées a la Figure 3. La température du spécimen doit é&tre mesurée au point de
mesure B (sur la pastille de la carte d'essai), comme indiqué a la Figure A.2.

/AN

Pate—a-b - .
T atc o oraocT TTICTmMuULGuUuUpIc

Adhésifs 5/04

Figure A.2 — Mesure de la température d uples

A.2.43

Le proce dans la

Figure 3.

A.2.4.4

Apres I'e
I'alcool €
utilisant

bl) ou de
exion en

Bn en le

A.2.4.5.2 Critére de qualité

Au minimum 95 % de la surface de la plage de connexion doit étre brasée. Les défauts tels
que les piqlres et les vides (trous) ne doivent pas étre concentrés sur une méme zone, et ils
ne doivent pas représenter plus de 5 % de la surface totale de la plage de connexion.

A.2.5 Conditions a spécifier dans la norme individuelle

a) Conditions de prétraitement (lorsque c'est nécessaire de les spécifier) (voir A.2.4.1).

)
b) Pate a souder (lorsque c'est nécessaire de la spécifier) (voir A.2.3).
c) Points pour les mesures finales (voir A.2.4.5.1).
d) Reésultat des mesures de la zone de mouillage (voir A.2.4.5.2).
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b) Solder printing

The solder paste shall be printed on the land. The conditions of the work shall meet the
standard conditions specified in B.4.2.1.

A.2.4.2 Test

The infrared reflow/air reflow furnace shall meet the heating process conditions specified in
Figure 3. The temperature of the specimen shall be measured at measurement point B (on the
test board), as shown in Figure A.2.

Solder Thermocouple

/ RN

\
AN
N\

using thermocouples

Adhesives

Fig
A.2.4.3 Reflow heating

The reflow heating proces a Qe specimen as specified in Figure 3.

A.2.44 Post-treat

After the [test, th
alcohol (gthanol). If
the abov

) or ethyl
dipped in

A.2.4.5
A.2.4.54

Final me hagnified

10x. The

A.2.4.5.2 Quality criterion

An area of 95 % or more of the land shall be soldered. Defects such as pin holes and voids
(gaps) shall not be concentrated on a specific area and they shall not represent more than
5 % of the entire land area.

A.2.5 Conditions to be specified in the individual standard

a) Pre-treatment conditions (when necessary to specify) (see A.2.4.1).

c) lItems for final measurement (see A.2.4.5.1).

)
b) Solder paste (when necessary to specify) (see A.2.3).
)
d)

Result of measurement for wetting area (see A.2.4.5.2).
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A.3 Méthode d’essai d'adhérence des plages de connexion des cartes d'essais

A.3.1 Remarque introductive
Cette méthode d’essai spécifie la méthode d’essai d’adhérence des plages de connexion des
cartes d’essais. Elle décrit la méthode d'essai d'évaluation de la force d'adhérence de la

plage de connexion de la carte d'essai de fiabilité du montage utilisée pour évaluer la fiabilité
des boftiers de type matriciel et des boitiers de type a bornes périphériques (QFN et SON).

A.3.2 Eprouvette d’essai

Il convient que I’éprouvette d’essai soit conforme aux conditions suivantesy” ™\

a) guide|lde conception de la carte d’essai (voir I'Article A.4);
b) processus de montage normal (voir I'’Annexe B);

c) résistance au brasage par fusion (voir I'Article A.1) et essaj
de cohnexion de la carte d'essai (voir I'Article A.2);

I¢s plages

d) pate a souder spécifiée (voir B.2.2).

Le di orne. La
comppsition doit étre équivalente a H60S ou & 3 & a norme
CEIl 6/1190-1-3.

A.3.3 Appareillage d’essai

a) Epargne métallique pour sérigraphig
L’épa
b) Machjne avec impressi
La machine avec i
spécifié en A.2.4.
c) Four pour re@

Le folur pour rgf

e comme

rocessus

d) Equigeme
L'équik mesures
spéc(]

A.3.4

A.3.4.1 —Procédéde brasage

a) Prétraitement

Sauf spécification contraire dans la norme individuelle, le processus de fusion thermique
doit étre appliqué 2 fois au spécimen comme spécifié dans la Figure 2.

b) Dépbt de brasure

La pate a souder doit étre déposée sur la plage de connexion. Les conditions de travail
doivent étre conformes aux conditions normalisées spécifiées en B.4.2.1.

c) Emplacement des boules de soudure
Les boules de soudure doivent étre placées sur la plage de connexion.
d) Processus de fusion thermique
Chauffer le spécimen comme indiqué dans la Figure 3, et braser la boule de soudure.
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A.3 Peel test method for test board land

A.3.1 Introductory remark
This test method specifies the peel test method for the test board land. It describes the land

peel strength evaluation test method for mount reliability test board used to evaluate the
reliability of area array type packages and peripheral terminal type packages (QFN and SON).

A.3.2 Test specimen

The test specimen should satisfy the following conditions:

a) test btard design guideline (see Clause A.4);

b) standprd mounting process (see Annex B);

c) resistance to reflow soldering (see Clause A.1) and solderabili
(see Clause A.2);

est\or fest m}d land

omposifion shall

d) specified solder paste (see B.2.2)

The diameter of the solder ball shall be 60 % of the
be equivalent to H60S or H63S, as specified in IEC

A.3.3 Test apparatus

a) Metallmask for screen printing

b) Scredn printing machine
The sicreen printing 4.1,

c) Infrarged reflow/air
The i1frared®
in Figure 3.

d) Peel $trength

The (
A.3.4

specified

bcified in

A3.4

A.3.4.1 Sotdering\process

a) Pre-tleatment

Unless otherwise specified in the individual standard, the reflow heating process shall be
applied twice to the specimen, as specified in Figure 2.

b) Solder printing

The solder paste shall be printed on the land. The conditions of work shall meet the
standard conditions specified in B.4.2.1.

c) Solder ball placement
The solder ball shall be placed on the land.
d) Reflow heating process
Heat up the specimen as shown in the profile in Figure 3, and solder the solder ball.
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e) Mesure du profil de refusion

Le four pour refusion a infrarouge/par air doit satisfaire aux conditions du processus
thermique spécifiées dans la Figure 3. La température du spécimen doit étre mesurée au
point de mesure B comme indiqué dans la Figure A.2.

A.3.4.2 Mesure de la force d'adhérence

La mesure de la force d'adhérence qui utilise la boule de soudure doit étre effectuée comme
I'indique la Figure A.3a ou la Figure A.3b ci-dessous.

A.3.4.21 Méthode de mesure de la force d'adhérence (Figure A.3a)

La méthpde—dadhérence pdar Chiauitage de l1a Sonhde esl speclliee 11AesSS0 mme la
méthode|de mesure de la force d’adhérence.
a) Fixatipn de la sonde pour la mesure de la force d’adhérence
Trangfé juelle de
la so nde a la
boule
b) Mesu
Refrojdi j '3 + , i z 2 Vites 0/3 mm/s £ 0,05 mm/s.
A.3.4.2.2
La méthd esure de
la force '
,09) mm/s.

QUtil pour essai

de traction
[ c
2 k)
kst ©
£ . £
‘?‘; Boule de o
kel soudure 3
2 2
[ [0
2 Plages_de S
connexion gy
. IEC 636/04 . IEC 637/04
Figure A.3a - Figure A.3b —
éthode d’adhérence par Méthode de bille de pincement

chauffage de la sonde

Figure A.3 — Méthode de mesure de la force d’adhérence des boules de soudure

A.3.4.3 Evaluation

Aprés la mesure de la force d’adhérence, observer la forme de la surface dénudée, et noter
ensuite le mode de rupture et la force de rupture de la fagon suivante:

— Mode A: rupture dans la boule de soudure;
— Mode B: décollage entre la boule de soudure et la plage de connexion sur la carte;

— Mode C: décollage entre la plage de connexion sur la carte et le matériau de la carte.
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e) Reflow profile measurement

The infrared reflow/air reflow furnace shall meet the heating process conditions specified
in Figure 3. The temperature of the specimen shall be measured at measurement point B

as shown in Figure A.2.

A.3.4.2 Peel strength measurement

The peel strength measurement using the solder ball shall be carried out as shown in Figures

A.3a or Figure A.3b below.

A.3.4.21 Peel strength measuring method (Figure A.3a)
The prob

a) Probg attachment for the peel strength measurement

finish| is applied. Then solder the probe to the solder ba
(220 £ 20) °C.

b) Measurement

bd.

}r other

probe to

Cool + , i S nm/s + 0,05 mm/s.

A.3.4.2.2

The ball
Using thq

igure A.3 — Measuring methods for peel strength

Probe for
pulling test _5
£ ; ©
2
5
(o))
£
5
o
IEC 636/04 IEC 637/04
< ure A.3a — Figure A.3b —
be heat bond method Ball pinch method

A.3.4.3 Evaluation

After measuring the peel strength, observe the shape of the stripped surface and then note

both the breaking mode and the breaking strength, as follows:

- Mode A: breaking in the solder ball;
- Mode B: stripping between the solder ball and the land on the board;

- Mode C: stripping between the land on the board and the board material.
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A.3.5 Conditions a spécifier dans la norme individuelle

T Q

Méthode de mesure de la force d'adhérence (voir A.3.4.2).

o O

Valeurs mesurées de la force d'adhérence (voir A.3.4.2).

)
)
) Conditions de mesure de la force d'adhérence (voir A.3.4.2).
)
) Mode de rupture (voir A.3.4.3).

D

A.4 Lignes directrices pour la conception de cartes d'essais

62137 © CEI:2004

Conditions de prétraitement (lorsque c'est nécessaire de les spécifier) (voir A.3.4.1).

A.4.1 Remarque-introductive AN

Cette mdthode d’essai donne une explication supplémentaire aux j nception
de carte|d’essai. Elle s'applique a la conception des cartes a ciré e bﬁoivent
étre utiligées pour évaluer les conditions de montage des boitiers™d

A.4.2 Eprouvette d’essai

A.4.21 Norme de conception

Les articles énumérés ci-apres doivent étre pris en compte ion de la
carte d’e

a) classification des spécifications de Iq ca

b) épais

c) matétiau de la carte (résgine et renfq

d) forms

e) finitio

f) ouver

A.4.2.2

L'épaissg bre’de couches de la carte d'essai du montage dg fiabilité
applicabl matriciel doivent étre déterminés en sélectionnant le type
approprié X.1, conformément a ['utilisation des dispositifs [a semi-
conduc% sai. Il convient de noter que I'éprouvette la moins onéreuse est
décrite 1 en tant que carte d’essai de type E; cependant, il conyient que
I’épaisse la“carte soit suffisante afin que les essais de joints de soudure subjséquents
puissent |6 calsés correctement. |l convient aussi de noter que la condition de syrface de
la plage|de“conneXion joue un rdle important dans l'analyse du joint de soudyre; c’est

pourquoi lorsque I'on utilise une carte d’essai il est important que la surface en cuivre (feuille
d’origine, le plaquage cuivre et la finition de surface) soit représentative du processus de

fixation qui est évalué.

Des structures de carte plus complexes sont définies dans le Tableau A.1 (c'est-a-dire du
type A au type D) pour s’adapter aux produits qui sont énumérés dans les différentes

applications.
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Conditions to be specified in the individual standard

Pre-treatment conditions (when necessary to specify) (see A.3.4.1).
Method of peel strength measurement (see A.3.4.2).

itions of peel strength measurement (see A.3.4.2).
ured value of peel strength (see A.3.4.2).

Breaking mode (see A.3.4.3).

A.4 Test board design guideline

N
A.4.1 Introductory remark
This tesf method gives a supplemental explanation to the test b desigh>guigeline. It
applies tp the design of the printed circuit board to be used to evaluate\thelmowynt ditions
of area afray type packages.
A.4.2 Test specimen
A.4.21 Design standard
The itemls listed below are subject to. conside ign standard of the mount
reliability|test board:
a) class|fication of board specification;
b) board thickness, number of layers,\copperfoilthi >S;
c) mate (fesin and rei rc ;
d) land
e) surfa
f) solde
A.4.2.2
Both the d the number of layers of the mount reliability tgst board
applicabl packages are to be determined by selecting the appropfiate type
in Tabl g to\the usage of the semiconductor device subject to the test.|It should
be noted ensive test specimen is described in Table A.1 as test bpard type
E; howeV hickness of the board should be sufficient so that the subsequent sqlder joint
tests can ished properly. It should also be noted that the surface land [condition
plays an impertantrote—n-the-selderjeirtanatysis—thus—whenusing-atestbeardiisImportant

that the surface copper (starting foil, plated copper, surface finish) is representative of the
attachment process being evaluated.

More complex board structures are defined in Table A.1 (i.e. type A through type D) to
accommodate those products that are listed in the different applications.
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Tableau A.1 — Types de cartes d’essais du montage de fiabilité

62137 © CEI:2004

Type Type A Type B Type C Type D Type E
Exemple d’application Téléphones PC de type Equipement Postes de Avant essai,
cellulaires, agenda type travail, etc. Général
caméscopes, plancher
magnéto- /panier
scopes, etc.
Epaisseur de carte 0,6 mm ao0,8 1,0mma1,2 | 1,6 mm 2,4 mm Libre
mm mm
Nombre de couches Minimum 4 Minimum 4 Minimum 4 Minimum 6 Minimum 1
couches couches couches couches couche
127 AV4 AV4 V/ X
1,00 X X N (‘\ X
0,80 X X <
Pas de la born (mm) 0,75 X X /\\ \ 4
0,65 X X NNV Ix
0,50 X X Vo ) X
: N
Maximum 0,40 | X / X
Epaisseur noralisée 18 um/12 um X X ( O X
des fils de cuivfre NN p
(couche extérieure /A @ X X
/couche intérigure)® 35 um/18 um
@ Dimensions hominales \/
NOTE 1 Par¢e que le nombre de couches et I'épaisse¢ur d ffestent lafiabilité des joints de soudure, les typps de carte
ont été classég du type A au type E.
NOTE 2 La donception de la carte dépe rne du composant qui doit étre monté; c’¢st ainsi que le
tableau montrg I'exemple d’applications et le ondent. La boite de contréle indique les principales
applications.
NOTE 3 L’éppisseur partie_du pas de la borne du composant qui doit étre montq. Elle dépend
aussi largement de la tte raison le Tableau A.1 donne deux sortes d'épaissgurs de fils de

cuivre pour le

ype B.

des fils de\cuivré depe
du

A.4.2.3

Le maté{

A.4.2.4

Le Table

lalcar

ise est FR-4 ou selon accord entre 'utilisateur et le fournisseur.

figuration d'une carte a couches

uA.2 montre la configuration normalisée d’une carte a couches.
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Table A.1 — Types of mount reliability test board

a  Nominfl dimensions.

Type Type A Type B Type C Type D Type E
Example of application Cellular Notebook Floor/rack Work Pre-test,
phones, type PCs type stations, etc.
video equipment General
cameras,
recorders,
etc.
Board thickness 0,6 mm to 1,0 mm to 1,6 mm 2,4 mm Free
0,8 mm 1,2 mm
Number of layers 4 layers or 4 layers or 4 layers or 6 layers or 1 layers or
more more more more T\ | more
1,27 X X X
1,00 X AN \ X
0,80 X X N\ %
Terminal pitch
) 0,75 X X N \\ R
0,65 X X ' \N) QN X
0,50 X X N \\/ X
0,40 or less X [~ > X
Standard 18um/12um X X (\ // P\ X
copper wifing A\ U
thickness
(outer laypr/ 35um/18um X X X
inner laydr)a L

NOTE 1 e board
types hayj

NOTE 2 refore,
the table § . The
checked hox indica t

NOTE 3 |[The cop ri unted. It
also largdly depends o per

wiring thigkness fort

A.4.2.3

The stan

A.4.2.4

Table A.2 shows the standard board layer configuration.
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Tableau A.2 — Configuration d’une carte d’essai a couches
d’un montage de fiabilité normalisé

Types A, BetC Type D Type E
1° Couche des pistes du 1° couche | Couche des pistes du | 1° couche Couche des pistes du
couche signal signal signal
2° Couche du plan du 2° couche | Couche du plan du 2° couche Couche du plan du
couche circuit ou couche du circuit ou couche du circuit ou couche du
circuit électrique circuit électrique circuit électrique
(facultatif)
3° couche | Couche du plan du
circuit ou couche du
circuit électrique RN
3° Couche du plan du 4° couche | Couche du plan du
couche circuit ou couche du circuit ou couche du
circuit électrique circuit électrique
5° couche | Couche du plan du
circuit ou couche du
circuit électrique
4° Couche des pistes du 6° couche | Couche des plste
couche signal signal
NOTE Si ¢in trajet du signal ne peut pas étre créé dans la 1e a 4° NWM recommandé d’inclure
la 6° couchp, utiliser la couche du plan interne ou augment nombype de e metdllisation de surfpce sur la
couches. couche 1 en complémen{ de la feuille
e guivre d’origine.
A.4.25

Le traitep
métalligu

A.4.2.6

un dépot

Conformement a

la CElIbUTY91-b-2 et a

la CElIo01971-6b-9,

le Table

au A.3 donne des

indications de conception pour la taille des plages de connexion des boitiers de type matriciel
BGA, FBGA, LGA, et FLGA.
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Table A.2 — Standard mount reliability test board layer configuration

Types A, B, and C Type D Type E
1st layer | Signal path layer 1st layer Signal path layer 1st layer Signal path layer
2nd layer | Plane layer or mesh layer | 2nd layer | Plane layer or mesh layer | 2nd layer | Plane layer or mesh
layer (optional)
3rd layer Plane layer or mesh layer
3rd layer | Plane layer or mesh layer | 4th layer Plane layer or mesh layer
5th layer Plane layer or mesh layer
4th layer | Signal path layer 6th layer Signal path layer
NOTE Iffm‘mmﬁnm NOTE {1 IS Tecogmmended to
internal plane layer or increase the number of layers. inclydesurface plating on the
1 er addedsto. thg starting
op oil.

A.4.2.5

Figure A.

The star
resistanc

A.4.2.6

In accord
for the la

Land shape

4 shows the standard land shape.

Solder resist La

AN

dard surface treatment of \ opper plating covered W
e pre-flux.

Land size

ance with\]
nd size

ith heat-

guideline
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Tableau A.3 - Indications de conception pour la taille des plages de connexion
des boitiers de type matriciel a billes BGA, FBGA, LGA, et FLGA

Pas de la borne Taille des plages de connexion
Minimum Nominal Maximum
mm
mm mm mm
1,50 0,70 0,75 0,80
1,27 0,60 0,65 0,70
1,00 0,45 0,50 0,55
0,80 0,35 0,40 0,45
0,75 0,35 0,386 ( 0,4‘&
0,65 0,28 0,33 A0 (s
0,50 0,20 0,25 NN D
0,40 0,15 0,20 0,25\
NOTE 1 |50 % du pas de broche en ligne droite, comme spécifié dans
NOTE 2

Applicable au diameétre b (c) de la broche P-FLGA comme spe ifie

@ o
Vue en caupede la
rte/boiter

Boitj

EN60191-63,
ks\sm 1-6-5.

w
i

Vue de dessus de la

carte/boitier

IEC

7

638/04

Dimensions en|millimetres

SON QFN
/| Longueur des bornes du boitier Se référer a la norme de Se référer a la norme de
b Largeur des bornes du boitier conception conception
L Longueur de la pastille L+Li+L,
Ly 0,25 + 0,05 0,30 + 0,05
Ly 0,00 0,20 + 0,05
W | Largeur de la pastille b £ 0,05 b + 0,05

Figure A.5 — Norme de conception pour la forme des plages de connexion
des boitiers de type a bornes périphériques SON et QFN


https://iecnorm.com/api/?name=e35c518d2dec61d129e565ad9ee8d206

62137 © IEC:2004

—47 —

Table A.3 — Design guideline for land size of packages of
area array ball/land type BGA, FBGA, LGA, and FLGA

Land size
Terminal pitch
mm Minimum Nominal Maximum
mm mm mm
1,50 0,70 0,75 0,80
1,27 0,60 0,65 0,70
1,00 0,45 0,50 0,55
0,80 0,35 0,40 0,45
0.75 0.33 0.38 I/0\42\
0,65 0,28 0,33 /\\ 0-38
0,50 0,20 0,25 N\ 099
0,40 0,15 0,20 \ 2425
NQTE 1 50 % of straight-line terminal pitch, as specified in IEC 601 1-6-2\ \/
NQTE 2 Applicable to terminal diameter b (c) as P-FLGA spec&ified TS\I%)W-G- )

7 G

Package

Termj

na

I

Lo 44?“////

‘%’ 7

ek w
i

7

millimetres

Board
Board-to-package
top view
IEC 638/04
Dimensions in
bV
SON QFN

/ TWI Ieﬁgth of package

Refer to the design standard

Refer to the design

b Terminanth of package standard
L Land length L+Ly+Ly

L, 0,25 + 0,05 0,30 + 0,05
L, 0,00 0,20 + 0,05
W | Land width b + 0,05 b + 0,05

Figure A.5 — Design standard for land shape of packages of
peripheral terminal type SON and QFN
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